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Abstract (en)
The procedure, especially for a box-type package (4) filled with a liquid, consists of making a pre-cut zone (7) using a laser on the surface (6) of the
package after it has been filled, and then attaching an opener (8) to the package over the pre-cut zone. The pre-cutting operation and the fitting of
the opener can be carried out at separate work-stations or at the same one. During the pre-cutting operation the container and laser emitter are fixed
or travelling at the same relative speed.

Abstract (fr)
Ce procédé consiste tout d'abord à remplir l'emballage (4) avec son contenu, puis, à réaliser une opération de pré-découpe (7) sur ledit emballage,
et notamment sur sa face supérieure (6), de telle sorte à définir une zone de moindre résistance, et enfin à rapporter au niveau de cette zone pré-
découpée (7) un bouchon ou système d'ouverture et de fermeture (8). <IMAGE>
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